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H o w e v e r ,  c o p p e r  r e a di ly  di f f u s e s  i n t o  s i li c o n  a n d c a u s e s  de e p -le v e l de f e c t s . T o  k e e p  t h e  c o p p e r  
f r o m  m i g r a t i n g  i n t o  t h e  di e le c t r i c  a n d p o i s o n i n g  i t ,  a  di f f u s i o n  b a r r i e r  i s  u s e d,  w h i c h  li n e s  t h e  
t r e n c h  w a lls  b e t w e e n  t h e  c o p p e r  a n d t h e  s u b s t r a t e . T i t a n i u m  n i t r i de  a n d T a n t a lu m  n i t r i de  a r e  
s o m e  o f  t h e  p o s s i b le  b a r r i e r  m a t e r i a ls  u s e d t o  p r e v e n t  t h e  c o n t a m i n a t i o n  o f  c o p p e r  i n  s i li c o n  o r  
s i li c o n  di o x i de  a n d s i m u lt a n e o u s ly  i m p r o v e  t h e  a dh e s i o n  b e t w e e n  t h e  c o p p e r  a n d s u b s t r a t e . 
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Copper Film Deposited with an            Clean Copper Film b y  FCV A  T ec hniq u e 
 I ndu strial DC A rc  

 

T h e  i n du s t r y  f o r  s e m i c o n du c t o r  de v i c e s  h a s  r e li e d o n  a lu m i n u m  f o r  i n t e r n a l i n t e r c o n n e c t  
s t r u c t u r e s  e x c lu s i v e ly  f o r  o v e r  3 0  y e a r s . B u t  i n  t h e  q u e s t  f o r  s m a lle r ,  f a s t e r  s e m i c o n du c t o r s ,  
a lu m i n i u m  i s  p r o v i n g  t o  b e  i n c r e a s i n g ly  p r o b le m a t i c  s i n c e  i t  r e s i s t s  t h e  f lo w  o f  e le c t r i c i t y  a s  
w i r e s  a r e  m a de  e v e r  t h i n n e r  a n d n a r r o w e r . 

C o p p e r  w i ll li k e ly  b e c o m e  t h e  m e t a l o f  c h o i c e  f o r  m i c r o p r o c e s s o r  c i r c u i t s  a s  c h i p s  g e t  s m a lle r  
a n d f a s t e r . C o p p e r  i s  m u c h  m o r e  c o n du c t i v e  t h a n  a lu m i n u m ,  a llo w i n g  f i n e r  w i r e s  w i t h  lo w e r  
r e s i s t i v e  lo s s e s . C o p p e r  i s  a ls o  s i g n i f i c a n t ly  le s s  v u ln e r a b le  t o  e le c t r o m i g r a t i o n  t h a n  a lu m i n u m  
a n d le s s  li k e ly  t o  f r a c t u r e  u n de r  s t r e s s . C o p p e r  i n t e r c o n n e c t s  t h e r e f o r e  a llo w  t h e  c h i p  s i z e  t o  b e  
r e du c e d w h i le  s p e e d a n d c o m p le x i t y  i s  i n c r e a s e d. 



N e e d b a r r i e r  la y e r  - T a ( N ),  T i ( N ) 
 
 
A d v ant ages  of  F CV A  Tech.  
T h e  i n n o v a t i v e  F C V A  t e c h n i q u e  c a n  b e  u s e d t o  de p o s i t  f u lly  c o n f o r m a l di f f u s i o n  b a r r i e r s  o f  T a  
a n d T a N  a s  w e ll a s  C u  s e e di n g  la y e r s  i n  t r e n c h e s  a n d v i a s . W i t h  t h e  F C V A  t e c h n i q u e ,  t h e  f u lly  
i o n i z e d m e t a l p la s m a  s t r e a m ,  c o n s i s t i n g  o f  i o n s  o f  t h e  c a t h o de  m a t e r i a l a n d e le c t r o n s ,  a r e  
s t e e r e d t h r o u g h  a  m a g n e t i c  f i lt e r  s t r e a m  t o w a r ds  t h e  s u b s t r a t e . B y  a p p ly i n g  a  v a r i a b le  b i a s  t o  
t h e  s u b s t r a t e ,  t h e  e n e r g y  o f  t h e  i o n s  c a n  b e  c o n t r o lle d i n  t h e  r a n g e  f r o m  do z e n s  t o  t h o u s a n ds  
o f  e le c t r o n  v o lt s . 
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Al metallization is phasing out  

• H i g h  r e s i s t i v i t y :  2 .6 5 * 1 0 -6 Ω c m   
• E le c t r o m i g r a t i o n   

C opper  metallization is phasing in  

• L o w e r  R e s i s t i v i t y  c o m p a r e d t o  A l  
o 1 .6 7 * 1 0 -6 Ω c m  v s . 2 .6 5 * 1 0 -6 Ω c m   
o A llo w s  f i n e r  li n e s  a n d lo w e r  R C  de la y s   

• H i g h e r  M a s s  a n d H i g h e r  M e lt i n g  P o i n t   
o L e s s  s u s c e p t i b le  t o  e le c t r o m i g r a t i o n   

• H i g h  di f f u s i o n   

•  C u  R e s i s t i v i t y  O b t a i n e d C lo s e  t o  B u lk  M a t e r i a l�

•  F C V A  t e c h n i q u e  c a n  de p o s i t  t h i n n e r ,  m o r e  u n i f o r m  
la y e r s  o f  m e t a ls  i n  a  v a r i e t y  o f  a r c h i t e c t u r e s .  

•  I t  c a n  b e  u s e d i n  n a r r o w e r  t r e n c h e s  w i t h  h i g h e r  de p t h -
t o -w i dt h  a s p e c t  r a t i o s .  

•  I t  c a n  f i ll t r e n c h e s  f r o m  b o t t o m  u p ,  t h u s  e li m i n a t i n g  
u n e v e n  de p o s i t i o n  w h i c h  c a n  le a d t o  v o i ds  i n  t h e  m e t a l 
li n e s .� Cu  f illing 

( b y  N a n o f i l m ' s  F C V A  T e c h . )  



I ns t ances  
 

 
M E M S  

•  C a v i t y  m o u ld 
 

 
 Fingerprint S ensor 

 

•  P r o t e c t i v e  c o a t i n g  m i c r o m a c h i n i n g  p a r t  �

•  P r o t e c t i v e  c o a t i n g  o f  f i n g e r p r i n t  s e n s o r  


